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・同一電極，同一活物質上にて充放電前後のＳＰＭ測定が可能。
・充放電前後の電流像/Ｉ-Ｖ測定結果から、ＳＥＩの電気特性が評価可能。
・充放電に確認された電流分布は、ＳＥＩの厚み，組成等のムラによる
・抵抗の違いを示していると考えられる。

大気非暴露ＳＰＭによる負極ＳＥＩ解析

大気非暴露ＳＰＭによりＳＥＩ（Ｓｏｌｉｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ Ｉｎｔｅｒｐｈａｓｅ）の
電気特性が評価可能。イメージング（電流像）により抵抗分布も評価可能。

（構造解析）クライオイオンミリング

■ＳＰＭ測定原理

大気非暴露ＳＰＭにて、初充電条件，電解液組成等によるＳＥＩの出来栄えを評価出来ます。

・コインセルサイズに電極を切り出し、
固定後にＳＰＭ測定
・Ｌｉ対極のハーフセルにて充放電
（０.１Ｃ/５サイクル）
・電極をＤＥＣ洗浄，真空乾燥し、ＳＰＭ測定

■ＳＰＭ測定結果

充放電前（ＳＥＩなし）

充放電後（ＳＥＩあり）
ＰｏｉｎｔＣ

■測定内容

形状像・力学像等

電流像
（プローブー試料ホルダ間）

光検出器

プローブ

試料

ミラー

半導体レーザー

充放電後（ＳＥＩあり）
ＰｏｉｎｔＢ

・ＳＥＩの形成に伴って、充放電前よりも
充放電後の方が電流が小さくなった。
また、一部に電流分布が見られた。
（ＰｏｉｎｔＢ，Ｃ）

●取得可能項目
・形状，電気特性
・力学特性
・非暴露測定可能
（Ｏ２，Ｈ２０＜１ｐｐｍ）
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ＳＥＩ形成により
電流減（抵抗増）

充放電前（ＳＥＩなし）
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ＳＥＩ（絶縁体)
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充放電

充放電前（ＳＥＩなし）

充放電後（ＳＥＩあり）

充放電前（ＳＥＩなし）

充放電後（ＳＥＩあり）

電極表面から
電圧を印加し、
活物質-集電箔間の
電流を測定

測定イメージ 電流像/Ｉ-Ｖ測定結果

電流分布あり

ＳＥＩ/活物質-集電箔間の
電流を測定

ほぼ均一の
電流が流れていた

250μｍ

充放電後（ＳＥＩあり）


